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INFORME DE CALCULO

CALCULO SOLICITADO: GAlcuit del coeficiente da-transiiitancia térmica de un muro de
bloguesseeramicos, Termoarcilla de 24, mediante simulacion
por métodos numéricos segln el reglamento particular de la

marca AENOR para piezas de arcilla cocida para fabricas a
revestir RP 34.14.
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TIPO DE MONTAIJE

Montaje Vertical

CONDUCTIVIDAD DE CALCULO DE LA ARCILLA

0.53. Valor proporcionado por el peticionario.
(W/m-K)

DENSIDAD ABSOLUTA (Kg/m?) 1896
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RESUMEN DE RESULTADOS MONTAJE VERTICAL — TERMOARCILLA DE 24

MONTAJE 1: EJECUCION DE MURO CON JUNTA DE MORTERO DE AGARRE CONTINUA.

RESISTENCIA TERMICA DE MURO DE UNA SOLA HOJA

Conductividad mortero agarre A,, (W/m'K) R=R,+R,+R_, Ao Transmitancia térmica U (W/m?K)
1.3 0.939 0.284 1.07
R (m*K/W) 0.7 1.078 0.247 0.93
0.4 1.190 0.224 0.84
0.2 1.300 0.205 0.77
) 0.1 1.375 0.194 0.73
RESISTENCIA TERMICA DE MURG SIN REVESTIR
Conductividad moitéro agarre A, (W/mK) R, =R %KY + Ry Ry
13 0,901 0.262
Re (mEK/W 0.7 1.040 0.227
dt R (s 1.152 0.205
02 K262 0,187
0.1 1.337 0.177

MONTAJE 2: EJECUCION DE MURQ.GON JUNTA'DE MORTERO DE AGARRE.INPERRUMPIDA DE 30 mm DE ESPESOR.

RESISTENCIA TERMICA DEMWRQDEWNA SOLA HOJA.

\Conductividad mortergagarre Aj(W7in'K) 3R +R,+R, l_uq Transmitancia térmica U (W/m?K)
%3 1.094 0.243 0.91
R (m*K/W) 0.7 1.165 0.229 0.86
0.4 1.234 0.216 0.81
0.2 1.314 0.203 0.76
. 0.1 1.376 0.194 0.73
RESISTENCIA TERMICA DE MURO SIN REVESTIR
Conductividad mortero agarre A, (W/m'K) Ry =Ry R+ Ry Reigas
1.3 1.056 0.224
Ry, (m*K/W) 0.7 1.127 0.210
0.4 1.196 0.198
0.2 1.276 0.185
0.1 1.338 0.177

MONTAJE 3: EJECUCION DE MURd CON JUNTA DE MORTERO DE AGARRE INTERRUMPIDA POR BANDA DE MATERIAL
AISLANTE DE 30 MM DE ESPESOR.

RESISTENCIA TERMICA DE MURO DE UNA SOLA HOJA

Conductividad mortero agarre A, (W/m"K) R=R,+R;+R, A Transmitancia térmica U (W/m?*K)
1.3 1.173 0.227 0.85
R (m*K/W) 0.7 1.220 0.218 0.82
0.4 1.269 0.210 0.79
0.2 1.330 0.200 0.75
, 0.1 1.382 0.193 0.72
RESISTENCIA TERMICA DE MURO SIN REVESTIR
Conductividad mortero agarre A, (W/m'K) R, =Rt R +R A _
1.3 1.135 0.208
Rs (M*K/W) 0.7 1.182 0.200
0.4 1.231 0.192
0.2 1.292 0.183
0.1 1.344 0.176
MONTAJE 4: EJECUCION DE MURO CON PIEZA RECTIFICADA Y JUNTA DELGADA DE 3 MM DE ALTURA.

RESISTENCIA T

[ERMICA DE MURO DE UNA SOLA HOJA

R (m*K/W)

Conductividad mortero agarre A, (W/m-*K)

R=R_ +R,+R,

A

cq

Transmitancia térmica
U (W/m*K)

RESISTENCIA 1

'ERMICA DE MURO SIN REVESTIR

Ry (mz'KIW)

Conductividad mortero agarre A, (W/m*K)

Rsr = RIW'ILI!'D

+R, +Ry

" eyst

MONTAJE 5: EJECUCION CON BANDA ADHESIVA.

RESISTENCIA TERMICA DE MURO DE UNA SOLA HOJA

Conductividad banda adhesiva Ayanda (W/m*K)

R:Rsr+Rri+ch

Ky

U (W/m?>K)

R (m*K/W)

RESISTENCIA TERMICA DE MURO SIN REVESTIR

Ry (I'l‘lz'K]W)

Conductividad banda adhesiva Ayanga (W/m*K)

Rsl = RHIIIIO

+R,+Ry




